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W.K. WtOSINSKI: Warstwy posrednie w ztagczach materialow roznoimiennych

Dokonano podziatu warstw posrednich. Omoéwiono znaczenie napigcia powierzchniowego i gra-
nicznego kata zwilzania w potaczeniach materiatéw réznoimiennych. Podano potencjaty termo-
dynamiczne dla prawdopodobnych reakcji w czasie spajania.

Dokonano przegladu najnowszych prac wtasnych i publikacji omawiajgcych wytrzymatos¢ pota-
czen materiatdw réznoimiennych.

J. SENKARA: Energia granicy miedzyfazowej ,,ciato state — ciecz”” w metalach

Przedmiotem pracy jest analiza pogladow na temat energii powierzchni rozdziatu faz stateji ciekitej
w metalach. Dyskusje uzupetniajg niektore wyniki badan uktadu W-CuSb.

W. OLESINSKA: Rola sktadu chemicznego warstw posrednich w potaczeniach ,,ceramika-metal”

Przeprowadzono badania niektérych wtasciwosci fizycznych mieszanin Mo, Mn, SiO, oraz warstw
metalicznych i ztaczy ,,ceramika-metal” wykonanych przy ich zastosowaniu.

Omowiono prawdopodobny mechanizm powstawania warstw posrednich w potaczeniach ,,ce-
ramika-metal”.

A. GRODZINSK |: Struktura warstw posrednich i jej wplyw na wytrzymatosé potaczenia ceramiki
z metalem

Przedmiotem badan byty ztgcza pomiedzy ceramika korundowa o zawartosci Al,O; =97,5%
i stopem FeNiCo. Ztacza wykonano technika wypalania pasty WMn domieszkowanej szktem lito-
wym.

Zbadano wptyw temperatury spiekania i zawartosci szkta litowego na ilos¢ spinelu glinowo-man-
ganowego w warstwie posredniej.

Okreslono optymalny dla wytrzymatosci mechanicznej ztaczy sktad chemiczny pasty metaliczne;j:
749% W+15% Mn+10,5% szkto litowe+0,2% Ni. Stwierdzono, iz pekanie ztagczy nastepuje
w warstwie metalicznej w poblizu granicy wystgpowania fazy spinelowej.

W pracy podano prawdopodobny mechanizm powstawania ztgcza pomiedzy warstwa metaliczng
WMn zawierajaca szkto litowe i ceramikg o zawartosci 97,5% Al, O;.

E. TOMASIK: Modyfikacja eutektycznego spoiwa ,,cyna — ofow”

Dokonano przegladu obecnego stanu zagadnienia modyfikacji spoiw. Przedstawiono wptyw mo-
dyfikatorow | i Il rodzaju na wtasnosci powierzchniowe i strukture stopow oraz wyniki modyfikacji
fosforem eutektycznego stopu SnPb. Ustalono, ze dodatek 0,01 % wagowych fosforu do eutekty-
cznego stopu SnPb zmniejsza 15-krotnie utlenianie stopu w stanie ciektym w temperaturze 673 K,
nie pogarszajac innych wtasnosci fizykochemicznych.

M. NOWAKOWSK|: Spoiwa kompozytowe SnPb/Ni — wytwarzanie, struktura i wtasnosci techno-
logiczne

Przedstawiono metode wytwarzania migkkich spoiw kompozytowych na osnowie tradycyjnych
lutbw SnPb z fazg wzmacniajacg utworzong z niklu. Metoda ta polega na wytworzeniu fazy
wzmacniajacej w wyniku jej wydzielenia z cieczy. Przedstawiono wyniki badan strukturalnych
lutow i ich wtasnosci technologicznych (temperatura topnienia, rozptywnosé). Wykazano, ze zta-
cza lutowane lutami SnPb/Ni majg wigkszg wytrzymatos¢ niz ztacza lutowane tradycyjnymi spoi-
wami. Mozliwe jest takze stosowanie opracowanych spoiw przy lutowaniu szczelin niekapilar-
nych.
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W.K. WLOSINSKI: Interfaces between metal and nonmetal seals

A differentiation of ceramic to metal, glass-metal and metal-metal interfaces has been done. Si-
gnificance of surface tension and limiting wetting angle in sealing of various materials has been
discussed. Thermodynamic potentials of possible reactions during binding have been given.
A review of own and foreign works on mechanical strength of seals made of different materials
has been done.

J. SENKARA: The solid — liquid interfacial energy for metals

The present paper analyses the subject of the solid-liquid interfacial energy in metals. Discussion
is complemented by some experimental results in the W-CuSb system.

W. OLESINSKA: The significance of interlayer chemical composition in ceramic to metal seals

Investigation of some chosen physical properties of Mo, Mn, SiO, mixtures as well as of metallic
layers and ceramic to metal seals, made of those mixtures, have been performed.

A.GRODZINSKI: Influence of layer-ceramic interface structure on ceramic-to-metal seals strenght

The subject of researches has been the seals between corundum ceramics and an alloy FeNiCo.
The seals have been produced with use of WMn/lithium glass high temperature process.

The paper describes the influence of the sintering temperature and lithiym glass content on pre-
sent in layer-ceramic interface manganese aluminate spinel content.

The following chemical composition of metallic paste has been defined as optimum for mechani-
cal stenght: 74,3% of W+15% of Mn 10,5% of lithium glass+0,2% of Ni.

It was concluded that the seals break in the metallic layer, near the boundaries of the spinel phase.
The present work gives a probable mechanism of seal creation between the metallic layer contai-
ning lithium glass and the ceramics with 97,5% of Al,O;.

E. TOMASIK: The modification of eutectic SnPb alloy

A review of the present state of binders modifications has been done. Influence of modificators of
I and Il type on surface properties and binders structure has been presented the author has also
given the results of modificating eutectic SnPb alloy with phosphorus. It was stated that the addi-
tion of 0.01% of phosphorus by weight to eutectic SnPb alloy decreases oxidizing of the liquid

alloy 15 times at 673 K, and at the same time it odes notdeteriorate other physicochemical proper-
ties.

M. NOWAKOWSKI: SnPb/Nicomposite solders — method of forming, structure and technological
properties

There has been shown the method of formingofsolders basing on traditional SnPb solders contai-
ning reinforcing Ni phase. The main idea of this method is the precipitation of the reinforcing
phase from liquid. There has been shown the result of structural examinations and technological
properties (melting point, spreading). It has been proved, that joints soldered with SnPb/Ni sol-
ders have greater shear strength than joints soldered with traditional ones. Possible is alsothe ap-
plication of designed solders to soldering of noncapillar siots.
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B.K. BIOCUHbCKW: lTpomexcymoyHsie criou 8 cOEOUHEHUAX Memasii — HemMemars

CoBepleHo AeneHne NPOMEXYTOYHbIX CNOEB.

O6cyxaeHo 3HayeHne NOBEPXHOCTHOrO HaMpPAXEHUA U FPaHMYHOTO Yrna yBnaxHeH1sa B coeau-
HEHUAX Pa3HOMMEHHbIX MaTepnanos.

YkasaHbl TepMOAUHAMUYECKME NOTEHUManbl ANA BEPOATHLIX peakuuih BO BPEMA COeAUHEHWA
CBapKOM.

Mposeaex 0630p paboT akTyanbHbIX COBCTBEHHbIX U BbITE KAKOWMX U3 CNEUNANnNCTUHECKOR nuTe-
paTypbl N0 BONPOCY NPOYHOCTH COEANHEHMIA Pa3HOMMEHHBIX MaTepuanos.

A. CEHKAPA: 3nepeun epaHuysl pazoena meépooe mesio — pacnsae 8 Memasinax

B pabote aHannaupy I0TCA B3rNAAbl Ha TEMY 3HEpruu NOBEPXHOCTW pasaena TBEPAOe Teno — pac-
nnae B MeTannax. [IUCKYCCUIO AONONMHAIOT HEKOTOPbE peaynbTati onbiTos B cucteme W-CuSb.

B. ONECUHBLCKA: Posib xXumMuyecko2o0 cocmaga npoMEdCYmoYHbIX C/I0€6 8 COEOUHEHUAX Kepa-
MuKka-memann

MNpoeeaeHbl UCCneaoBaHUA HEKOTOPbLIX huanyecknx ceomncts cmece Mo, Mn, SiO,, a Takxe me-
TannMyeckux Cnoes U COeAMHEHU KepaMmuKa-MeTans, BbiNOMHEHHbIX NPU UCNONb30BAHUM 3TUX
cMmecen.

OrosopeH npaBAonoao6HbI MEXaHW3M BOZHUKHOBEHWA NPOMEXYTOYHbIX CIOEB B COEANHEHUN
KepaMuka-meTann.

A.TPOOAUHBLCKW: Cmpykmypa npomexcymoyHbix ci0€6 u el 8 IUAHUE Ha CONPOMUE IeHU e Coe-
OuHeHul Kepamuka-memasns

O6bekTom uccneaoBaHnit GbiNUM COEAMHEHMA Mexay KOPYHAOBOW KEepaMMKOW W CNiasom
FeNiCo. CoeanHeHuna 6binn caenaHbl TEXHUKOM 06XuUra nactsl ¢ 4o6aBKaMy NUTUEBOTO CTeKNa.
UccnepoBaHo BNuAHKE TeMnepaTypbl 06)K1ra u coaepXXaHua NUTUEBOro CTekNa Ha coaepXkaHue
WNUHEeNA anioMWHUA U MapraHua B NPOMeXyTOo4yHOM cnoe. bbin onpeaenéH ontumansHbIn AnNs
MEXaHMYyeckoro CONPOTUBNEHMUA XMMMUYECKUI cocTaB Metannuyeckon nacrtbi: 74,3% W+15%
Mn+10,5% nutuesoe ctekno+0,2% Ni. O6Hapy>eHo, 4TO pa3pbiB COEAUHEHMI HACTynaeT B Me-
Tannuyeckom cnoe B6n13n npeaena wnuHenosHou assl. B paboTe npeactaBneH BepoATHLIV Me-
XaHn3m obpa3oBaHWA COeANHEHVUA Mexay MeTannuyeckum cnoem WMn, cogepxawmm nutue-
BOE CTEKNO ¥ Kepamukon, coaepxauwen 97,5% Al,0,.

3. TOMACUK: MooduguyuposaHue 3emekmuyeckoeo npunos 0/1080-c8UHeY

CaenaHn 0630p COBPEMEHHOro COCTORHUA BOnpoca moanuduumuposaHua npunoes. MNpeactasneHo
snuaHue moaudukaropos | u |l poaa Ha NOBEPXHOCTHbIE CBOWCTBA U CTPYKTYPbI CM1aBOB, @ Takxke
Moauduumnpyowmin agdekt docgopa B aeTekTuyeckom Sn Pb-cnnase.

YcraHoBneHo, yto ao6aska 0,01% no macce dochopa k asTekTuyeckomy SnPb cnnasy ymeHsb-
waet B 15 pa3 okUcneHue cnnasa B XXMAKOM cocToAHum B 673 K, He yxyawan apyrvux duanko-xu-
MWYECKUX CBOMNCTB.

M. HOBAKOBCKMW: Komnoszum#sie npunou SnPb/Ni—meToa npon3soacTea, CTPyKTypa u TeXHO-
noruyeckme CBOMCTBa

MNpeacTtaBneHo MeToA U3TOTOBNEHUA MATKMX KOMMO3UTHbLIX NPUMNOEB Ha OCHOBE TPAAULUMOHHbIX
SnPb npunoes c apmupyiowein ason NONyyeHOn U3 HUKENa, B peaynbTare BblAENeHUs el U3
Xunakon asbl. MpeacTaBNeHo peaynbTaTbl CTPYKTYPanbHbIX UCNEA0BaHUA MPUNOEB U UX TEXHO-
NOruyeckmMx CBOUCTB (Temnepatypa NnaBfeHWs, pactekaeMocTb). [lokadaHo, YTO COEAMHEHUA
nasHble Npu ucnonb3osaHun SnPb/Ni npunoes o6nagaoT 60NbLWOKW NPOYHOCTBIO YEM COeanHe-
HUA NasHble TPAaAULMOHHBIMKM NPUNoAMK. BO3MOXHO ToXe ucnonb3oBaTh pacpaboTaHHbie Npu-
nou nNpu nake HekanunNAPHbIX 3a30POB.
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